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A origem da SMART Modular Technologies 

Lei da 
Informática e 
Automação
Lei 8.248 de 
23/10/1991

PICE -
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e de 

Comércio 
Externo

PPB

Reserva de Mercado

Política Nacional de 
Informática

Lei 7.232 de 29/10/1984

ά5ŜǎƳƻƴǘŜέ Řŀ Indústria

23 empresas produtoras 
de semicondutores

Regulamentação 
do PPB

A maioria das empresas de 
semicondutores fechou as 

portas

Plano Real
27/02/1994

SMART
(módulos de memória)
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A trajetória da SMART no Brasil

Há mais de 12 anos encapsulando chipsno País, a SMART é líder absoluta em tecnologia desemicondutores

2017/2018

Expansão da 
fábrica de 
semicone 
baterias

(>15 mil m2)

Mai/2016

Criação da linha 
de P&D dedicada 
(packaging/ test) 

Instituto Eldorado 
Campinas/SP

Dez/2002

Aquisição da 
divisão de 

memórias da 
NEC Brasil

Mar/2014

Expansão da fábrica de 
semicondutores (10 mil 
m2): 1a sala limpa classe 

10 da América Latina 

άEra Mobileέ

Ago/2005

Construção da 
fábrica de 

semicondutores 
em Atibaia/SP

(4800 m2)

Fev/2011

Duas entidades jurídicas 
distintas: encapsulamento 

de semicondutores e 
módulos de memória 

(PADIS e Lei de Informática)

Mai/2007

Expansão da 
fábrica de 

semicondutores

(7200 m2)

Fev/2006

Início do 
encapsulamento 

de semicondutores

άEra DRAMέ
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256Mb/512Mb
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512Mb/1Gb
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Flash packaging

(microSD)
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Trajetória de crescimento

Produtos

Módulosde Memória

Produtos

Componentes dememória eMCP,eMMC, LPDRAM e 
DRAM, Módulos de Memória, Módulos de 

comunicação WiFi/BT e Baterias

2002 2018
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A SMART Global Holdings

o maior private equity na 
area de tecnologia do mundo

ENCAPSULAMENTO DE 
SEMICONDUTORES NO BRASIL

Design, manufatura e P&D independentes
Componentes DRAM, SRAM e Flash 

Liderança local e atuação global

Newark (Califórnia/EUA)
Sede Corporativa

1988 1995 1999 2002 2004 2006 2011 2013 2017

Fundação IPO (Nasdaq)
Aquisiçãopela 

Solectron

Aquisiçãoda 
divisãode 

memóriasNEC 
Brasil

Cisãoda 
Solectron

IPO (Nasdaq) 
e packaging 

no Brasil

PADISe 
aquisiçãopelo

SilverLake

Expansão
Fábricade 
Packaging 

Super Clean 
Room Class 10

IPO(Nasdaq) 
maio/17
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A forçada SMART Brasil em números

investidos em 
equipamentose
infraestrutura de 
última geração para 
montagem, 
encapsulamento e teste 
de semicondutores

R$ 670 mi R$ 250 miR$ 2,2 bi
em vendas totaisem 
2017, com taxa de 
crescimento médio 
anual de 35% (desde 
2003). Líder absoluta
no Brasil

em Pesquisa & 
Desenvolvimento (mais de 
4%de todo o P&D anual do 
setor). Patentesno Brasil, 
laboratórios dedicados 
(Eldorado) e mais de 30 
convênios de cooperação
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A forçada SMART Brasilem números

compõem a equipe da 
SMART Brasil: >200
engenheiros e técnicos, 
além de 30profissionais 
nos EUA e Coreia. Mais de 
50 engenheirostreinados 
no Brasile no exterior. 
Mais de 65% mulheres.

670 pessoas > 15000 m2

de instalações, sendo mais 
de 5000 m2 de salas limpas 
classes 5000, 1000, 100 e 
10, incluindo ETE que 
permite o reuso de 75% da 
água utilizada. 
> Linha dedicada de P&D 
para prototipagemde 
semicondutores (890 m2)

150 milhões
é a capacidade anual 
de encapsulamento de 
chips e 7 milhõesde 
módulos de memória, 
em 3 turnos de 
trabalho (24h x 7). 
Produtos qualificados
por todos os h9aΩǎ 
globais

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulrvNzu3TAhUFjZAKHajiDbAQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/people-icon-three-circles-simple-1085695/&psig=AFQjCNGJcm-lOtW5Dy_i3-ilCbEMQ7NfjQ&ust=1494790434033112
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ComponentesSMART Brasil por aplicação

Servidor
Desktop
e AIO

Notebook 2-in-1
Smart 
phone

Tablets SmarTV
Jogos

eletrônicos
Impressora ATM STB Segurança

eMMC V V V V V V V

LPDRAM V V V V

eMCP V

DRAM IC V V V V V V V

DIMM V V V V

RDIMM V

WIFI/BT V V

BATERIA V

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gf9oQ2-EU3tMQM&tbnid=O5Sla93fsYPzoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.baboo.com.br/mobile/acer-anuncia-o-tablet-aspire-p3/&ei=zB7gUYe2KK6z4AO37YHIBw&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNHQX-Q4PqSqF53i3vfwHetI0Qs98g&ust=1373728815652127
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circuitos integrados de memória

* Surface Mouting Technology

Wafer
(semicondutor não montado)

ÅMemorias DRAM
ÅMemorias Flash
ÅMemorias LPDRAM
ÅControladores

Componentes

Módulos

Encapsulamento local de

Flexibilidadeprodutiva em semicondutores

SMT*
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NAND Flash
NAND Flash

NAND Flash
NAND Flash

NAND Flash
NAND Flash

NAND Flash

8Gb DRAM E (65um)
8Gb DRAM E (65um)

8Gb DRAM E (65um)
8Gb DRAM E (65um)

64Gb NAND MLC D (40um)
64Gb NAND MLC D (80um)

SPACER 
(210um)CTR 

(15
0u
m)

Capacidadetecnologicada SMART Brasil
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Desenvolvimentode novosnegócios
Mercados-alvono Brasil

CCM
$0.8B

Wireless
$1.0B

USD 3,6 bi

TAM

Enormepotencialde 

CRESCIMENTO 
Acessoà informação

Conectividade
Indústria 4.0

ComunicaçãoM2M
Computaçãoem nuvem
ά{a!w¢ Tudoέ

Plano Nacional ςIoT

Módulo Wi-fi e Bluetooth Baterias

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQq9mI9u3TAhVBOZAKHb_JDpoQjRwIBw&url=https://melhorplano.net/blog/reclamacao-na-anatel/&psig=AFQjCNG5_7QPbH2QnJXN-Ho1KuHNdYOBFw&ust=1494801069620008
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

A evolução da indústria de semicondutores no Brasil 

GT-PPB

ά[Ŝƛ Řƻ .ŜƳέ
Lei 11.196 de  
21/11/2005

Lei da 
Inovação

Lei 10.973 de 
2/12/2004

PADIS
Lei 11.484

de 
21/11/2007

CEITEC

ABISEMI

SMART
(semicondutores)

CALCOMP

Programa 
Nacional de 

Microeletrônica

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior Política de Desenvolvimento 
Produtivo

Política de Desenvolvimento 
Produtivo Plano BrasilMaior

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia & Inovação 
2007-2010

MULTILASER UNITEC

SMART
com PADIS

2017

ADATA

Anúncio 

Qualcomm/OSE 

HT 
MICRON
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